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Abstract of FR2741505 

The electronic substrate of conventional type 
includes a base (20) with electrically 
conductive tracks formed over the surface. 
There is at least one optical reference mark 
(12) formed on the plate, with an index pin (30) 
projecting from the plate in the vicinity of the 
mark. The position of the index pin is precisely 
defined w.r.t. the position of the reference 
mark. The base plate on which the circuit is 
formed may be metal, for example aluminium, 
serving as a heat sink. The circuit may be 
single or double sided. The pin may be formed 
on the plate at the same time as other 
electrical or electronic components, or may be 
glued on in a separate process. The pin may 
be spherical, cylindrical or one of a variety of 
other geometric shapes. 
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(§4) SUBSTRAT ELECTRONIQUE COMPRENANT UN PION D'INDEXATION MECANIQUE. 

(57) La presente invention concerne un substrat electroni- 
qUe du type connu comprenant des pistes electriquement 
conductrices (14) et au moins une mire de reperage opti- 
que (12) caracterise par le fait qu'il comprend en outre au 
moins un pion d'indexation (30) en saillie positionne avec 
precision par rapport a ladite mire optique (12). 
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La presente invention concerne le domaine des substrats 
electroniques, en particulier les circuits imprimes cables. 

Au cours des processus de preparation des substrats 
electroniques, par exemple lors d'operation de test ou d 'assemblage, il est 
5 souvent necessaire de positionner mecaniquement avec precision un 
substrat equipe. 

Un tel positionnement mecanique est notamment requis au 
cours d'une operation de test du substrat afin de positionner des pointes de 
test sur des plages electriquement conductrices sp£cifiques prevues sur ce 
10 substrat. 

Jusqu'ici ce positionnement est generalement opere grace a des 
pergages formes dans le substrat. 

Cependant, ces moyens connus ne donnent pas toujours 
satisfaction. 

15 En effet, en pratique, on constate des dispersions irnportantes 

dans les cotes separant ces pergages et des pistes electriquement 
conductrices prevues sur le substrat. 

La presente invention a pour but de perfectionner les substrats 
electroniques connus. 

20 Ce but est atteint selon la presente invention grace a un substrat 

electronique du type connu comprenant des pistes Electriquement 
conductrices et au moins une mire de reperage optique caracterise par le 
fait qu'il comprend en outre au moins un pion d'indexation en saillie 
positionne avec precision par rapport a la mire optique. 

25 La presente invention concerne egalement un procede de 

preparation d'un tel substrat electronique. 

D'autres caracteristiques, buts et avantages de la presente 
invention apparaitront a la lecture de la description detaillee qui va 
suivre, et en regard des dessins annexes donnes a titre d'exemple non 

30 limitatif et sur lesquels : 

- la figure 1 represente une vue schematique en plan d'un substrat 
electronique conforme a la presente invention, et 

• la figure 2 represente une vue schematique en perspective d'un autre 
substrat conforme a la presente invention. 
35 La presente invention s'applique a de nombreux substrats 
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61ectroniques. 

II peut s'agir par exemple de circuits imprimes classiques, 
simple ou double face, c'est-a-dire comprenant des pistes deposees 
directement sur un substrat. 
5 Cependant, la presente invention s'applique en particulier aux 

circuits hy brides composes d'un circuit imprime souple 10 rapporte, par 
exemple coile, sur une plaque support 20, par exemple de metal, 
generalement en aluminium, qui sert de refroidisseur. 

De fa<;on classique, un tel substrat 20 est muni de trous de 
10 positionnement 22 qui permettent de positionner le substrat 20, par 
exemple par rapport a la machine de pose des composants electroniques, 
en particulier des composants montes en surface (CMS). 

Le circuit imprime porte : 

- au moins une cible 12 imprimee avec le pistage 14, laquelle cible permet, 
15 apres saisie de sa position par un capteur optique, de fixer Porigine des 

coordonnees selon lesquelles seront deposes les composants, 

- des paves ou pastilles de test, tels que schematises sous la reference 16, 
relies 61ectriquement a des lignes equi-potentielles des circuits equipes de 
ces composants. 

20 L'invention consiste a aj outer au moins un plot de centrage 

saillant 30 sur le circuit imprime, dans une position definie avec precision 
par rapport a la cible 12. 

Les coordonnees du ou des plots saillant 30 sont 
avantageusement enregistrees dans le programme de pose des composants 
25 recus par le circuit imprime. 

Les plots 30 peuvent etre deposes en meme temps que les autres 
composants sur le circuit imprime, ou au cours d'une etape separee. 

Apres la pose des composants et soudure, par exemple a la vague 
ou refusion d'etain, le circuit est generalement sounds a un controle sur 
30 une machine de test sous pointes. 

Les pointes de test de cette machine sont positionnees par 
rapport au plot de centrage 30, selon Tinvention, et non pas comme 
anterieurement par rapport aux trous de localisation 22. 

La presente invention offre notamment les avantages suivants. 
35 La position , des plots de centrage 30 etant par construction 
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definie avec precision par leurs coordonnees par rapport aux pastilles de 
test 16, ces plots de centrage 30 permettent ulterieurement de positionner 
les pointes de test de la machine de test sous pointes du circuit avec cette 
meme precision, par rapport aux pastilles de test du circuit 1 6. II en resulte 
5 une fiabilite du dispositif de test meilleure que celle obtenue avec la 
technique anterieure exploitant un centrage des pointes de test par 
rapport aux trous de localisation 22 du substrat. 

L'invention s'avere particulierement avantageuse dans les cas 
de substrat dense ou presentant des dispersions d'assemblage entre le 
10 trace de circuit et la mecanique qui le supporte. 

Le maintien du ou des pions 30 d'indexation pourra etre effectue 
a l'aide de tout moyen approprie, en particulier a l'aide de colle, soudure 
ou tout autre moyen de maintien. 

La forme des pions d'indexation 30 pourra etre spherique, 
15 cylindrique, parallelepipedique, troncopyramidale, tronconique ou de 
toute autre forme permettant une indexation. 

La presente invention trouve notamment application au cours 
d'un processus de positionnement de pointes de test. Cependant, elle n'est 
pas limitee a cette application particuliere. Hie peut s'appliquer d'une 
20 fagon generale a tout substrat electronique necessitant, notamment au 
cours de sa fabrication ou de son controle, une indexation mecanique. 

Par ailleurs, Tinvention s'applique en particulier aux circuits 
electroniques recevant des composants montes en surface. Cependant, 
Tinvention n'est pas limitee a ce type de composants particuliers. 
25 Bien entendu la presente invention n'est pas limitee au mode de 

realisation particulier qui vient d'etre decrit mais s'etend a toute variante 
conforme a son esprit. 
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REVINDICATIONS 

1. Substrat electronique du type connu comprenant des pistes 
electriquement conductrices (14) et au moins une mire de reperage 

5 optique (12) caracterise par le fait qu'il comprend en outre au moins un 
pion d'indexation (30) en saillie positionne avec precision par rapport k 
ladire mire optique (12). 

2. Substrat selon la revendication 1, caracterise par le fait qu'il 
est constitue d'un circuit imprime simple ou double face. 

10 3. Substrat selon la revendication 1, caracterise par le fait qu'il 

comprend un circuit imprime souple (10) rapporte sur une plaque support 
(20). 

4. Substrat selon la revendication 3, caracterise par le fait que 
la plaque support (20) est une plaque de metal, par exemple aluminium, 

15 servant de refroidisseur. 

5. Substrat selon Tune des revendications 1 a 4, caracterise par 
le fait que chaque pion d'indexation (30) est depose en meme temps que les 
autres composants du circuit. 

6. Substrat selon Tune des revendications 1 a 5, caracterise par 
20 le fait que chaque pion d'indexation (30) est maintenu a l'aide de colle ou 

de soudure. 

7. Substrat selon Tune des revendications 1 a 6, caracterise par 
le fait que la forme du pion d'indexation (30) est choisie dans le groupe 
suivant : sph^rique, cylindrique, parallelepipedique, troncopyramidale, 

25 tronconique. 

8. Utilisation d'un substrat conforme a Tune des revendications 
1 a 7, au cours d'un processus de test a l'aide d'un equipement comprenant 
des pointes de test congues pour etre positionnees sur des plages 
specifiques (16) prevues sur le substrat. 

30 9. Procede de preparation d'un substrat electronique conforme 

a Tune des revendications 1 a 7, caracterise par le fait qu'il comprend 
l'etape consistant a deposer au moins un pion d'indexation (30) sur un 
substrat electronique dans une position definie avec precision par rapport 
a au moins une mire optique (12) prevue sur le substrat. 
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